
(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 

(43)申请公布日 

(21)申请号 201910456113.5

(22)申请日 2017.10.31

(30)优先权数据

62/424,012 2016.11.18 US

(62)分案原申请数据

201711050449.9 2017.10.31

(71)申请人 双鸿科技股份有限公司

地址 中国台湾新北市新庄区五权三路6号3

楼

(72)发明人 陈志伟　苏泓锜　

(74)专利代理机构 深圳市德力知识产权代理事

务所 44265

代理人 张睿

(51)Int.Cl.

H05K 7/20(2006.01)

 

(54)发明名称

具阻热机制的散热元件

(57)摘要

本发明提供一种具有阻热机制的散热元件。

散热元件可以是热管、回路式热管或是均温板

等。本发明在散热元件内部或外围，适当地设置

有阻热层，应用于手持式电子装置时避免热能在

传递过程中影响到手持式电子装置的手感温度。
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1.一种均温板，用以与一发热电子元件接触，其特征在于，该均温板包括：

上薄板；以及

下薄板，用以与该发热电子元件接触，该下薄板的热传导系数比该上薄板的热传导系

数高。

2.一种回路式热管，用以与一发热电子元件接触，其特征在于，该回路式热管包括：

上层板；以及

下层板，用以与该发热电子元件接触，该上层板与该下层板互相叠置而形成一蒸发区

段、一蒸汽通道、一冷凝区段以及一液体通道；其中，该下层板的热传导系数比该上层板的

热传导系数高。

3.一种回路式热管，用以与一发热电子元件接触，其特征在于，该回路式热管包括：

上层板；

下层板，用以与该发热电子元件接触，该上层板与该下层板互相叠置而形成一蒸发区

段以及一冷凝区段，其中，该下层板的热传导系数比该上层板的热传导系数高；

蒸汽通道，连接该蒸发区段与该冷凝区段；以及

液体通道，连接该冷凝区段与该蒸发区段。

权　利　要　求　书 1/1 页

2

CN 110248521 A

2



具阻热机制的散热元件

[0001] 本申请是申请号为201711050449.9，申请日为2017年10月31日，发明创造名称为

“具阻热机制的散热元件”的发明专利申请的分案申请。

技术领域

[0002] 本发明有关于一种散热元件，特别是关于一种具有阻热设计的散热元件。

背景技术

[0003] 手机、平板电脑或小型笔记本电脑等手持式电子装置，经常藉由内建的热管、回路

式热管或均温板等两相变化的散热元件，来将芯片或存储器等电子元件运作时所产生的热

即时带走，以维持其正常的运作。

[0004] 此种藉由两相变化来运作的散热元件，其工作原理大多相同，是利用工作介质在

液气/气液转换的过程中达到吸热或释放热能的效果。以图1A以及图1B所示安装在一手持

式电子装置1’内常见的散热元件热管2’为例，热管2’具有一封闭的管体21’，管体21’内设

置有毛细结构22’并填充工作介质(图中未示)，并且管体21’本身至少区分有蒸发区段(吸

热区)21A’以及冷凝区段(放热区)21B’。当热管2’的蒸发区段21A’与发热中的电子元件(例

如芯片或存储器等)11’接触时，工作介质会吸热并从液体转换为蒸气，且在压力差的驱动

下往冷凝区段21B’移动；之后工作介质会在冷凝区段21B’释放热能，从蒸气凝结回液体。而

在冷凝区段21B’呈现液态的工作介质最后会藉由毛细结构22’的作用，从冷凝区段21B’回

流至蒸发区段21A’，以进行下一次的液气转换。

[0005] 不过，由于散热元件的管体大多由金属材料所制成，因此，从蒸发区段21A’吸收热

能并传递至冷凝区段21B’的过程中，热能仍然会藉由传导而向外释出，造成手持式电子装

置1’内散热元件附近的环境温度大幅提高，或是传递至手持式电子装置1’的外壳而影响到

使用者握持时的手感温度。

[0006] 目前业界所采用解决上述缺失的方式，是直接在手持式电子装置内的框体或靠近

外壳的地方直接贴覆隔热层，但由于手持式电子装置内剩余空间已不多，施作上困难度非

常的高，因此，业界目前亟需其他有效的解决方案。

发明内容

[0007] 本发明要解决的技术问题在于，针对现有技术存在的上述不足，提供一种具有阻

热机制的散热元件，为热管、回路式热管或均温板，能够改善应用于手持式电子装置中时，

散热元件周围环境温度过高或过于集中，影响到邻近电子元件正常运作的缺失，同时也改

善手持式电子装置外壳因为散热元件的缘故而导致手感温度过高的问题。

[0008] 本发明解决其技术问题所采用的技术方案是提供一种热管，包括管体、毛细结构

以及阻热层。管体包括一蒸发区段、一冷凝区段以及一阻热区段，阻热区段位于蒸发区段与

冷凝区段之间。毛细结构设置于管体内。阻热层设置于管体内并位于阻热区段。

[0009] 较佳地，毛细结构设置在管体与阻热层之间。
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[0010] 较佳地，毛细结构为纤维束。

[0011] 较佳地，毛细结构为纤维束，阻热层设置于纤维束旁，两者并不重叠。

[0012] 本发明还提供一种热管，用以与一发热电子元件接触。热管包括管体、毛细结构以

及阻热层。管体包括一蒸发区段以及一冷凝区段。毛细结构设置于管体内。阻热层设置于管

体内远离发热电子元件的一侧。

[0013] 较佳地，阻热层设置于毛细结构的内层。

[0014] 较佳地，阻热层设置于管体的蒸发区段或冷凝区段。

[0015] 本发明还提供一种回路式热管，用以与一发热电子元件接触。回路式热管包括上

层板以及下层板，下层板用以与发热电子元件接触。上层板与下层板互相叠置而形成一蒸

发区段、一蒸汽通道、一冷凝区段以及一液体通道。其中，下层板的热传导系数比上层板的

热传导系数高。

[0016] 本发明还提供一种回路式热管，用以与一发热电子元件接触。回路式热管包括上

层板、下层板、蒸汽通道以及液体通道，下层板用以与发热电子元件接触。上层板与下层板

互相叠置而形成一蒸发区段以及一冷凝区段，其中下层板的热传导系数比上层板的热传导

系数高。蒸汽通道连接蒸发区段与冷凝区段，液体通道连接冷凝区段与蒸发区段。

[0017] 本发明还提供一种均温板，用以与一发热电子元件接触。均温板包括上薄板以及

下薄板，下薄板用以与发热电子元件接触，下薄板的热传导系数比上薄板的热传导系数高。

[0018] 本发明还提供一种均温板，用以与一发热电子元件接触。均温板包括上薄板、下薄

板以及阻热层。下薄板用以与发热电子元件接触，阻热层设置于上薄板的内侧。

[0019] 本发明直接从散热元件(热管、回路式热管或均温板)本身着手，提供有效的阻热

机制，降低或避免其于传递的过程中释出热能，不但可以降低散热元件周围的环境温度，也

不会影响到使用者握持应用该散热元件的手持式电子装置时的手感温度，即能够有效改善

应用于手持式电子装置时散热元件周围的环境温度及该手持式电子装置外壳的手感温度。

此外，由于本发明的阻热机制是直接形成在散热元件上，因此无需如现有做法一般，需要后

端的系统厂商来加工，因而更能增加品牌厂商采购本散热元件的意愿。

附图说明

[0020] 图1A是现有手持式电子装置内部热管与发热的电子元件的立体示意图。

[0021] 图1B是沿图1A中1B’-1B’剖面线得到的现有手持式电子装置内部的剖面示意图。

[0022] 图2A是本发明的第一实施例所提出的散热元件(热管)以及将此散热元件应用于

手持式电子装置内时的立体示意图。

[0023] 图2B是沿图2A中2B-2B剖面线得到的手持式电子装置内部的剖面示意图。

[0024] 图3A至图3E是本发明的第一实施例所提出的散热元件(热管)应用于手持式电子

装置内时的各种变化态样的剖面示意图。

[0025] 图4A是本发明的第二实施例所提出的散热元件(热管)以及将此散热元件应用于

手持式电子装置内时的立体示意图。

[0026] 图4B是沿图4A中4B-4B剖面线得到的手持式电子装置内部的剖面示意图。

[0027] 图4C至图4D是本发明的第二实施例所提出的散热元件(热管)应用于手持式电子

装置内时的各种变化态样的剖面示意图。
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[0028] 图5A是本发明的第三实施例所提出的散热元件(回路式热管)以及将此散热元件

应用于手持式电子装置内时的立体示意图。

[0029] 图5B是沿图5A中5B-5B剖面线得到的手持式电子装置内部的剖面示意图。

[0030] 图6A是本发明的第四实施例所提出的散热元件(回路式热管)以及将此散热元件

应用于手持式电子装置内时的立体示意图。

[0031] 图6B是沿图6A中6B-6B剖面线得到的手持式电子装置内部的剖面示意图。

[0032] 图7A是本发明的第五实施例所提出的散热元件(回路式热管)以及将此散热元件

应用于手持式电子装置内时的立体示意图。

[0033] 图7B是沿图7A中7B-7B剖面线得到的手持式电子装置内部的剖面示意图。

[0034] 图7C是本发明的第五实施例所提出的另一种散热元件(回路式热管)的变化态样

的立体示意图。

[0035] 图8A是本发明的第六实施例所提出的散热元件(均温板)以及将此散热元件应用

于手持式电子装置内时的立体示意图。

[0036] 图8B是沿图8A中8B-8B剖面线得到的手持式电子装置内部的剖面示意图。

[0037] 图8C至图8D是本发明的第六实施例所提出的散热元件(均温板)应用于手持式电

子装置内时的各种变化态样的剖面示意图。

具体实施方式

[0038] 请同时参照图2A与图2B，图2A是本发明的第一实施例所提出的散热元件以及将此

散热元件应用于手持式电子装置内时的立体示意图，图2B则为沿图2A中2B-2B剖面线得到

的手持式电子装置1内部的剖面示意图。本发明的第一实施例是提供一种热管2，属于一种

散热元件。手持式电子装置1内部具有一容置空间，大致是由背面1A、侧面1B以及正面1C所

界定出来的范围。热管2包括一封闭的管体21，管体21内设置有毛细结构22并填充有工作介

质(图中未示)，而管体21本身至少区分有蒸发区段(吸热区)21A、阻热区段21C以及冷凝区

段(放热区)21B，当热管2的蒸发区段21A与手持式电子装置1中发热中的电子元件(例如芯

片或存储器等)11接触时，工作介质会吸收热能而从液体转换为蒸气，并在压力差的驱动下

通过阻热区段21C而往冷凝区段21B移动。而由于热管2的冷凝区段21B可单独或是再与其他

的散热机制配合，例如与图中的散热片3连结，帮助带走热能，让工作介质在冷凝区段21B从

蒸气凝结回液体。最后，呈现液态的工作介质则会在毛细结构22的作用下，从冷凝区段21B

回流至蒸发区段21A，以进行下一次的液气转换。

[0039] 本实施例所提出的热管2，其特征在于蒸发区段21A与冷凝区段21B之间的阻热区

段21C，于管体21外围形成一阻热层23。如此一来，热管2内的工作介质在由蒸发区段21A传

递至冷凝区段21B的过程中，热能即使会传递至管体21，但也会因为管体21外的阻热层23而

无法再沿径向方向传递，而是被引导往轴向方向的冷凝区段21B移动。而因为有这层阻热层

23的存在，原本邻近热管2阻热区段21C的电子元件12，其环境温度就不会因为热管2而被提

高，仍能维持正常的运作。再者，倘若本实施例所提供的热管2如图2B所示，设置在手持式电

子装置1中邻近壳体的背面1A时，也可避免壳体的背面1A因为散热元件的缘故而让手感温

度局部或集中升高。

[0040] 第一实施例所提供的阻热层除了可将阻热层23设置在热管2管体21的外围之外，
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也可将阻热层23设置在管体21内部。请参照图3A至图3E，由于热管2在管体21内设置有毛细

结构22，因此阻热层23与毛细结构22两者之间在形成顺序、相对位置以及结构上也有多种

不同的可能性，本实施例并不予以限制。举例来说，可先在热管2管体21内形成毛细结构22

后，再于毛细结构22内形成阻热层23，形成如图3A所示，热管2从外而内依序为管体21、毛细

结构22以及阻热层23的三层结构。或是如图3B所示，先在热管2管体21内形成阻热层23后，

再于阻热层23内形成毛细结构22，此时，热管2从外而内依序为管体21、阻热层23以及毛细

结构22的三层结构。此外，由于毛细结构的种类有很多种，除了烧结式之外，也有沟槽式、网

目式、纤维式等，因此，当毛细结构在径向方向上并不需要占满整圈管体时，与阻热层之间

就未必有非常明显且完整的三层结构。举例来说，若热管2采用纤维束22A做为毛细结构，阻

热层23可如图3C所示，设置在热管2管体21内的纤维束22A旁边，两者并不重叠；或者如图3D

所示，先在热管2管体21内形成阻热层23，之后再将纤维束22A置入阻热层23内部。

[0041] 此外，在结构上，阻热层与毛细结构并不必然是两个不同的对象，两者也可合而为

一或是形成同时兼具两者功能的结构，例如可直接选择具有低热传导系数材料的毛细结构

来做为阻热层之用，或是让阻热层也同时具有毛细结构，举例来说，可如图3E所示，先在热

管2管体21内形成阻热层23，之后直接在阻热层23上加工而于其表面例如内层形成有沟槽

22B的结构，让阻热层除了能达到阻热效果之外，同时也兼具毛细的结构与功能。

[0042] 上述第一实施例，提供将阻热层设置在热管阻热区段的设计，不过，本发明所提供

的阻热设计，并不限于一定要设置在热管的阻热区段，也可将阻热设计设置在热管的蒸发

区段或是形成在热管的冷凝区段，只要不影响正常蒸发区段的正常吸热以及冷凝区段的正

常散热即可。

[0043] 请同时参照图4A与图4B，其是本发明的第二实施例所提出的散热元件(热管)以及

将此散热元件应用于手持式电子装置1内时的立体示意图以及剖面示意图。本发明所提供

的第二实施例，是提供一种属于散热元件的热管2，而此第二实施例所提供的热管2在手持

式电子装置1内的配置，以及热管2与其他相邻电子元件11、12之间的关系与上述第一实施

例大致相同，因此这部分不再赘述。以下则说明第二实施例所提供的热管2，其阻热层23设

置在热管2的蒸发区段21A或是冷凝区段21B的设计。

[0044] 为了避免在热管的蒸发区段，管体的一面吸收热能后，就直接从管体的另一面向

外传递，造成手持式电子装置外壳的手持温度提高或过度集中于某一部分的缺失，本发明

在第二实施例中提出一种将阻热层设置在热管的蒸发区段的做法，不过有限定必须在热管

管体与发热电子元件做直接热接触以外的区域才形成有阻热层，如此才不会影响到热管的

正常吸热。请参照图4A和图4B，本实施例是在热管2蒸发区段21A的管体21外围，于远离发热

电子元件11的一侧，设置有阻热层23，水平包覆区域可如图4A所示，将热管2位于该侧的区

域部分地包覆而露出封口端，或者视需要而将该侧全部包覆(将封口端包覆)。而垂直方向

上的包覆方式，可由图4B所示，从热管2远离发热电子元件11的一侧向下包覆，但并未延伸

到热管2的底面，如此才不会影响到热管2与电子元件的热接触。藉由上述的设计，热管2在

蒸发区段21A吸收热能后，就能减少或避免直接向外传递热能至手持式电子装置1外壳体

(例如图式中手持式电子装置1的背面1A)，使得手持式电子装置1位于热管2蒸发区段21A外

的壳体的手感温度不会被大幅提高或过度集中。

[0045] 第二实施例所提供的阻热层23除了可设置在热管2蒸发区段21A的管体21外围，也
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可将阻热层23设置在蒸发区段21A的管体21内部，且同样远离发热电子元件11。举例来说，

可如图4C所示，热管2可先在管体21内形成有毛细结构22后，再于毛细结构22内的一侧内层

形成阻热层23，或是如图4D所示，先在热管2管体21内的一侧形成有阻热层23之后，再于阻

热层23跟管体21的内层设置毛细结构22。而上述的两种设计，仅会让阻热层23设置在热管2

内远离发热电子元件11的一侧，避免影响到热管2的正常吸热。当然，第二实施例所提供的

毛细结构22，也可如上述第一实施例一样，采用其他种类的毛细结构例如纤维束或沟槽等，

其均可应用上述第一实施例所提出的阻热概念而具体实施。

[0046] 而除了在热管2的蒸发区段21A设置有阻热层23之外，第二实施例也提出可在热管

2的冷凝区段21B设置阻热层23的设计，而阻热层23的包覆区域或是在热管2内外形成阻热

层23的做法，与上述在热管2蒸发区段21A形成阻热层23的做法相同，在水平方向上可部分

地或全部地将冷凝区域包覆起来，而垂直方向上的包覆或设置原则同样也是要避开冷凝区

段21B与散热片3热接触的一面，如此才不会影响到热管正常的散热。而若是热管2的蒸发区

段21A、阻热区段21C、跟冷凝区段21B在靠近手持式电子装置1外壳的一侧均被阻热层23包

覆起来，就更能避免热能传递至手持式电子装置1的外壳，而能将手持式电子装置1外壳的

手感温度控制在更适当的范围内。

[0047] 本发明所提出的设计概念，同样也能应用到其他的散热元件，例如回路式热管或

均温板等。请先参考图5A与图5B，其是本发明的第三实施例所提出的散热元件(回路式热

管)以及将此散热元件应用于手持式电子装置内时的立体示意图与剖面示意图。

[0048] 本实施例所提供的回路式热管4，其工作原理与热管相近，但两者在外观上的明显

差别便是回路式热管4内工作介质在流动时，会沿一单向的封闭回路而循环不已。回路式热

管4包含有蒸发区段4A、蒸汽通道4B、冷凝区段4C以及液体通道4D，而本实施例所提供应用

在回路式热管4的阻热机制，是将阻热层41设置在蒸汽通道4B的管路外或通道内。例如可如

图5A与图5B所示，在蒸汽通道4B的外围形成阻热层41，防止热能在传递至冷凝区段4C的过

程中，释放出来而影响到手持式电子装置1内邻近蒸汽通道的电子元件12，或是避免向外传

递至手持式电子装置1的外壳而影响到手感温度。补充说明的是，第三实施例所提供的回路

式热管4，也可依循前述第一与第二实施例的模式，在蒸汽通道4B的通道内部形成阻热层。

[0049] 上述第三实施例，是提供将阻热层设置在回路式热管蒸汽通道外部或内部的设

计，不过，本发明所提供的阻热设计，也可将阻热设计设置在回路式热管的蒸发区段、冷凝

区段甚至于是液体通道外，只要不影响蒸发区段的正常吸热以及冷凝区段的正常散热即

可。

[0050] 请同时参照图6A与图6B，其是本发明的第四实施例所提出的散热元件(回路式热

管)以及将此散热元件应用于手持式电子装置内时的立体示意图以及剖面示意图。为了避

免回路式热管在其蒸发区段，从一面吸收热能后，就直接从另一面向外传递，造成手持式电

子装置外壳的手持温度提高或过度集中于某一部分的缺失，本发明在第四实施例中提出一

种将阻热层设置在回路式热管的蒸发区段的做法，不过有限定必须在回路式热管与发热电

子元件做直接热接触以外的区域形成阻热层，如此才不会影响到回路式热管的正常吸热。

请参照图6A和图6B，本实施例是在回路式热管4蒸发区段4A的外围，于远离发热电子元件11

的一侧，设置有阻热层41，水平方向上包覆的区域可如图6A所示，将回路式热管4位于该侧

的区域部分地包覆，或者将该侧全部包覆，只要不妨碍蒸发区段正常的吸热即可。藉由上述
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的设计，回路式热管4在蒸发区段4A吸收热能后，就能因为阻热层41的存在而减少或避免直

接向外传递热能至手持式电子装置1外壳体(例如图式中手持式电子装置1的背面1A)，使得

手持式电子装置1位于回路式热管4蒸发区段4A外的壳体的手感温度不会被大幅提高或过

度集中。

[0051] 而除了在回路式热管4的蒸发区段4A设置阻热层41之外，第四实施例也提出可在

回路式热管4的冷凝区段4C设置阻热层41的设计，其同样也可在水平方向上，部分地或全部

地将冷凝区段4C包覆起来，只要避开冷凝区段用来散热或是与其他散热元件例如(散热片

3)接触的区域即可，如此就不会影响到回路式热管正常的散热。而若是回路式热管4的蒸发

区段4A、蒸汽通道4B、冷凝区段4C甚至于液体通道4D在靠近手持式电子装置1外壳的该侧均

被阻热层41包覆起来，就更能避免热能传递至手持式电子装置1的外壳，而能将手持式电子

装置1外壳的手感温度控制在更适当的范围内。

[0052] 上述第三以及第四实施例提供一额外增加的阻热机制于回路式热管上，不过，本

发明也提供一种本身就具有阻热机制的回路式热管。请参考图7A与图7B，其是本发明的第

五实施例所提出的散热元件(回路式热管)以及将此散热元件应用于手持式电子装置内时

的立体示意图以及剖面示意图。为了避免回路式热管从一面吸收热能后，就直接从另一面

向外传递，造成手持式电子装置外壳的手持温度提高或过度集中于某一部分的缺失，本发

明在第五实施例中提出一种回路式热管4由上层板42与下层板43所组成的结构，并且采用

下层板43的热传导系数比上层板42的热传导系数要高，或是让上层板42由较低热传导系数

的材料所制成的设计。在本实施例中，与发热电子元件11直接接触的下层板43在蒸发区段

吸收热能后，由于上层板42的热传导系数较低，热量不易透过上层板42而向外再传递至手

持式电子装置的外壳(例如图中所示的背面1A)，如此就能将手持式电子装置1邻近蒸发区

段的部位的手感温度控制在适当的范围。此外，由于回路式热管4在蒸汽通道4B跟冷凝区段

4C，也同样有热传导系数较低的上层板42存在，因此在热能不易传递至手持式电子装置1外

壳(例如图中所示的背面1A)的情况下，同样也不会显著地提高手持式电子装置1在邻近蒸

汽通道4B跟冷凝区域4C区域部位的手感温度。在此特别说明的是，本实施例所提出的回路

式热管，其冷凝区段4C仍然能够正常地进行散热，例如将热能往水平方向传递或者与其他

的散热机制例如下方的散热片3配合。

[0053] 本实施例中所提供的回路式热管4，除了如图7A与图7B所示，由上层板42与下层板

43互相叠置而形成蒸发区段、蒸汽通道、冷凝区段以及液体通道之外，也可如图7C所示，选

择仅在蒸发区段4A由上层板4A1与下层板4A2所组成，及/或选择在冷凝区段4C由上层板4C1

跟下层板4C2所组成的回路式热管设计，而连接蒸发区段4A与冷凝区段4C的蒸汽通道4B、以

及连接冷凝区段4C与蒸发区段4A的液体通道4D，则未有分层的结构，仅是由相同材料所组

成的管路结构。此时，在材料的安排上，蒸发区段4A中会与发热电子元件11接触的下层板

4A2，其热传导系数仍是比上层板4A1的热传导系数要高，或是让下层板4A2的热传导系数也

同样高过于蒸汽通道4B的热传导系数，如此一来，同样也能使得与发热电子元件11直接接

触的下层板4A2在蒸发区段4A吸收热能后，因为上层板4A1的热传导系数较低或是蒸汽通道

4B的热传导系数较低的缘故，热量不易透过上层板4A1或蒸汽通道4B而向外再传递至手持

式电子装置的外壳(例如图中所示的背面1A)。此外，本实施例也可选择让冷凝区段4C是由

上层板4C1跟下层板4C2所组成的结构，同样地，在材料的安排上，下层板4C2的热传导系数
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比上层板4C1的热传导系数要高，或是让下层板4C2的热传导系数也高过于液体通道4D的热

传导系数，如此一来，也可控制热量不易透过上层板4C1或液体通道4D而向外再传递至手持

式电子装置的外壳(例如图中所示的背面1A)，达到阻热的效果。

[0054] 除了前述所提及的热管与回路式热管外，本发明所提出的阻热机制也可应用到均

温板此种散热元件上并安装在手持式电子装置中。请同时参考图8A至图8D，其是本发明的

第六实施例所提出的散热元件(均温板)以及将此散热元件应用于手持式电子装置内时的

立体示意图及剖面示意图。

[0055] 本实施例所提供的均温板5，其工作原理与热管相近，两者最主要差异在于热管的

导热为一维方向上线的传递，均温板则为二维方向上面的传递。均温板5在结构上，最主要

是由上薄板51和下薄板52所组成，而下薄板52是与热源例如发热的电子元件11接触。本发

明所提供应用在均温板5的阻热机制，包含有多种态样，第一种态样如图8B所示，均温板5由

上薄板51与下薄板52所组成，并且采用下薄板52的热传导系数比上薄板51的热传导系数要

高，或是直接让上薄板51由较低热传导系数的材料所制成的设计，如此一来，热能就不会在

传递与释放的过程中，集中在均温板5的上薄板51或是上薄板51的中央，而能更均匀地往横

向移动。而位于上薄板51外的环境温度，或是手持式电子装置1中邻近上薄板51的外壳区域

(例如图标中的背面1A)的手感温度，也都可以因为本发明所提出的阻热设计而得到改善或

控制。此外，除了上薄板与下薄板采用不同热传导系数外，本实施例也可将前述应用于热管

及回路式热管的阻热设计应用到均温板上，举例来说，可如图8C所示，均温板5由上薄板51

与下薄板52所组成，并且在上薄板51的外围，邻近手持式电子装置1外壳的区域设置阻热层

53，或是如图8D所示，在均温板5内部靠近上薄板51的内侧设置有阻热层53，如此一来，也都

避免热能在传递与释放的过程中，藉由上薄板51而向外传递至手持式电子装置外壳，因而

能够将手感温度控制在适当的范围。

[0056] 本发明所提供的阻热层可选自热传导系数较低的材料，例如铝、玻璃纤维、陶瓷、

橡胶、石绵、岩棉、气凝胶、不锈钢、陶瓷涂料、气凝胶涂料、隔热树脂涂料以及硅酸盐涂料

等，而且阻热层的形成方式也无须限制，例如可利用涂布(coating)、溅镀(sputtering)、蒸

镀(deposition)、烧结、蚀刻、阳极处理、电镀(Electroplating)、无电解镀(Electroless 

Plating)、贴覆等方式形成，或是形成一中空套体后再套接于热管管体上。

[0057] 本发明所提出的散热元件与手持式电子装置内的电子元件，两者为热的接触，并

且在结构上包含有直接接触或间接接触等态样，因此，在散热元件与电子元件之间夹设有

导热膏、导热片或导热块等，同样也在本发明所提出的设计范畴之中而无须予以限制。

[0058] 在上述本发明所提供的实施例与相关图式中，对于手持式电子装置的外壳与散热

元件两者之间的相对位置，以及散热元件安装于手持式电子装置内的位置，仅为示例而非

本发明固定不变的配置，本技术领域普通技术人员，可依照实际需求，将本发明所提出的阻

热设计概念应用到各个产品上并做对应的修改。举例来说，当手持式电子装置内安装本发

明所提供的散热元件的空间为靠近两侧面1B的边框的位置时，即可解决手持式电子装置两

侧边框手感温度过高的问题，同理，手持式电子装置的顶边框、底边框或是正面1C(屏幕)所

面临手感温度过高的问题，当然也可依照本发明所提出的设计概念而予以解决。

[0059] 以上所述仅为本发明的实施例，并非用以限定本发明，因此凡其它未脱离本发明

所揭示的精神下所完成的等效改变或修饰，均应包含于本发明的发明概念中。
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